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If a conflict occurs between the
English and translated versions
of this document, the English
version will take precedence.

В случае разночтений англоязычной
версии и переведенной версии,
англоязычная версия является
преимущественной.

1.1 Область применения

Данный стандарт является сборником требований к
визуальному качеству электронных сборок.

Данный документ представляет критерии приемки при
изготовлении электрических и электронных сборок.
Исторически, стандарты электронной сборки содержали
более полные пособия, описывающие технические приемы
и принципы. Для более полного понимания рекомендаций
и требований данного документа, рекомендуется его
использовать параллельно с документами IPC-HDBK-001,
IPC-HDBK-610 и IPC J-STD-001.

Критерии данных стандартов не предназначены ни для
определения процессов сборки электронных устройств,
ни для подтверждения необходимости ремонта / внесения
изменений либо замены продукции клиента. К примеру,
наличие критерия клеевого крепления компонентов не
предполагают /подтверждают /требуют использования
клеевого крепления, изображение завернутого по часовой
стрелке вывода не предполагают /подтверждают /требуют,
чтобы все выводы/ провода должны быть завернуты по
часовой стрелке.

IPC-A-610 включает в себя критерии, выходящие за пределы
IPC J-STD-001 - манипулирование, механические, и другие
квалификационные требования. Смежные документы указаны
в таблице 1-1.

Таблица 1-1 Сводка смежных документов

Желаемый
результат документа Специальный № Определение

Стандарт разработки IPC-2220 (Цикл)
IPC-SM-782
IPC-CM-770

Требования к разработке отвечают трем уровням сложности (уровни A, B, и C),
указывающие на более точные размеры, большую плотность установки, большее
количество операций при изготовлении продукции.

Руководства по компонентам и процессу сборки предназначены для оказания помощи в
конструировании печатных плат и сборке, где вопрос конструирования ориентирован на
конструирование контактных площадок для поверхностного монтажа, а вопрос сборки –
на принципах непосредственно поверхностного монтажа и монтажа в отверстия

Документы для
конечных изделий

IPC-D-325 Документация, описывающая особые требования к печатным платам, сконструированных
заказчиком, либо требования к конечным изделиям. Детали могут соответствовать или не
соответствовать промышленным техническим условиям или технологическим стандартам,
предпочтениям заказчика или требованиям внутренних стандартов.

Стандарты для
конечных изделий

IPC J-STD-001 Требования к паяным электронным сборкам, представляющие собой минимальное
количество приемлемых характеристик, а также методы оценки (испытаний), частоту
испытаний и возможность применения требований к контролю процесса.

Стандарт приемки IPC-A-610 Графический поясняющий документ, описывающий разнообразные характеристики
печатной платы и / или сборки в соответствии с минимально приемлемыми
характеристиками, отраженные в стандарте на конечное изделие, и отражающий
различные условия, не поддающиеся управлению (индикатор процесса или дефект),
что помогает принять решение о необходимости корректирующих действий.

Программы обучения
(необязательны)

Документированные требования к процессу преподавания и обучения при внедрении
требований приемки для стандартов на конечное изделие, приемки, или требований
документации заказчика.

Доработка и ремонт IPC-7711A/7721A Документация, описывающая методы удаления влагозащитного покрытия, демонтажа
и замены компонентов, восстановления защитной паяльной маски, изменения/
восстановления покрытия, проводников и переходных отверстий.

1 Критерии приемки электронных сборок
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IPC-HDBK-610 – это вспомогательный документ,
включающий информацию о цели его содержания и
объясняющий причины перехода пределов значений
из категории желаемый результат к категории Дефект.
Дополнительно, вспомогательная информация дает
более широкое понимание процессов, относящихся
к характеристикам, а не обычное различение дефектов
с помощью методов визуального контроля.

Объяснения, приведенные в IPC-HDBK-610, могут
быть полезны при определении распределения условий
идентифицируемых как Дефект, условий, идентифицируемых
как Индикатор процесса, а также при ответе на вопросы
относительно разъяснения технических условий. Ссылка на
IPC-A-610 не подразумевает, что содержание IPC-HDBK-610
включено в данные требования, если это не оговорено в
контракте

1.2 Назначение

Стандарты визуального контроля в этом документе
отражают требования существующих IPC и других
применяемых технических условий. Для применения
потребителем данного документа, сборка / продукция должна
соответствовать другим существующим требованиям IPC,
таким, как IPC-SM-782, IPC-2220 (Цикл), IPC-6010 (Цикл) и
IPC-A-600. Если собранный узел не соответствует этим или
аналогичным требованиям, критерии приемки должны быть
согласованы между заказчиком и поставщиком.

Иллюстрации данного документа отражают специфические
требования, обозначенные в заглавии каждой страницы.
Каждая иллюстрация снабжена кратким описанием.
Задачей данного документа не является исключение
любой приемлемой операции по установке компонентов
или применения флюса и припоя, применяемые методы
должны обеспечить создание законченного паяного
соединения, соответствующего требованиям приемки,
описанным в данном документе.

В случае расхождений, письменное изложение критерия
всегда имеет преимущество перед иллюстрациями

1.3 Специализированные конструкции

Документ IPC-A-610, разработанный при согласовании
условий в промышленности, не может учесть всех
возможных комбинаций компонентов и конструкций
узлов. Там, где используются нестандартные или
специализированные технологии, может потребоваться
разработка особенных требований. Однако, при
наличии аналогичных характеристик, документ может
использоваться для определения критериев приемлемости.
Часто необходимо определить особые характеристики для
определения характеристик изделия. Разработка должна

согласовываться с заказчиком, а критерий должен включать
согласованное определение условий приемлемости.

По мере возможности этот критерий следует представить
Техническому комитету IPC для включения в следующую
редакцию этого стандарта.

1.4 Термины и формулировки

Пункты, обозначенные знаком «*», цитируются из IPC-T-50.

1.4.1 Классификация

Заказчик (потребитель) несет полную ответственность
за определение класса, по которому оценивается
электронная сборка.

Документация, определяющая класс приемлемости сборки
при контроле, должна предоставляться контролеру.

Приемка и / или отклонение решений должна основываться
на предоставленной документации, такой, как контракты,
схемы, спецификации, стандарты и связанные с ними
документы. Критерии, определенные в данном документе,
отражают три класса электронных сборок:

Класс 1 – Электронные изделия общего назначения

Включает в себя изделия, пригодные для применения в
условиях, при которых главным требованием к готовому
изделию является его функционирование.

Класс 2 – Электронные изделия специального назначения

Включает в себя изделия, от которых требуется высокие
эксплуатационные качества и увеличенный срок службы,
и для которых бесперебойная работа желательна, но не
является особенно важной. Обычно условия эксплуатации
изделий не способствуют возникновению отказов.

Класс 3 – Электронные изделия с высокими

эксплуатационными качествами

Включает в себя оборудование и изделия, для
которых особую важность имеет бесперебойное
функционирование или незамедлительное
задействование. Простой оборудования неприемлем,
условия эксплуатации изделий достаточно суровые,
оборудование должно функционировать в соответствии
со всеми требованиями. Это системы жизнеобеспечения
или другие важные ситемы.

1.4.2 Критерии приемки

В случае цитирования или ссылок на IPC-A-610 как
на самостоятельный документ для контроля и / или
приемки, требования IPC J-STD-001 ‘‘Требования к паяным
электрическим и электронным сборкам’’ не применяются,
кроме случаев отдельного и специального требования.

1 Критерии приемки электронных сборок

Вступительное слово (продолжение)

1-3IPC-A-610D Февраль 2005




